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高功率双向耦合器

Mini-Circuits 的 ZGBDC20-33HPD+ 是 一 个 高 功

率、宽带双向耦合

器，提供 20 dB 耦

合，在 300 至 3000 

MHz 范围内具有很

好的耦合平坦度。此模块能够处理高达 250W 的 RF 输入

功率，可通过高达 3.0A 的直流。可通过耦合端口对信号

精确取样，主线损耗低（典型 0.15 dB）。耦合器封装在

IP67 级防水盒（5.58 x 2.50 x 1.00）中，带 7/16 DIN 连

接器。 

500W、DC~4.5GHz高频射频负载

美国 Barry 最新发布一

款符合 RoHS 要求的法兰式

射频负载 T50R0-500-15X，

在 DC~4.5GHz 全 频 段 范

围内具有良好的回波损耗。

Barry 已在 ITAR 注册，并

获得 ISO9001-2008 认证，可提供高品质厚膜电阻、负载、

衰减器及高温共烧陶瓷（HTCC）封装器件。该产品功率

高达 500W、稳定的 50Ω 阻值、最大驻波比 1.33:1，这

些优势使得 T50R0-500-15X 成为基站、广播电台及雷达

等领域的理想之选。 

下一代RapidIO交换芯片

IDT 公司推出了新一

代 RapidIO® 交换芯片，可

提供 4G LTE-A 和 5G 无线

基础设施系统开发所需的超

低延迟、高带宽和更高的能

效。IDT 公司的 RXS 系列

交换芯片超过了最新的 RapidIO 10xN 规范要求，能提

供高出 IDT 公司用于当今几乎每一个 4G LTE 电话呼叫

和数据下载的上一代交换产品两倍多的性能。除了 4G 

LTE-A 和 5G 应用外，新的开关产品非常适合于移动计

算、高性能计算和数据分析等应用的密集带宽和低延迟

要求。


